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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

ダイヤモンド工具及びその他の工具の研削加工に代わる高効率かつ高精度なレーザ
による除去成形加工技術の開発を目的とする。超短パルスレーザによるダイヤモン
ド加工の特性を解明し、高効率と高精度を両立するレーザ加工技術を開発するため、
レーザをダイヤモンドに照射後の三次元プロファイルを計測した。

実験
Experimental

波長1030nm、パルス幅190fsの超短パルスレーザを照射後の材料除去をレーザー
顕微鏡やAFMにより評価した。特にAFMを用いて、超短パルスレーザ照射後変質層
を、超短パルスレーザで除去することができているかを検討するために、ナノメー
トルレベルでのプロファイル計測を試みた。パルスエネルギ80 μJの超短パルスレー
ザをトップハット型に変調し、それを等速移動するダイヤモンド表面に10 kHzで連
続照射することで、溝を加工した。この溝の表面には超短パルスレーザ照射による
変質が生じている。この変質に対して、0.3J/cm2の超短パルスレーザを線上に照射
したサンプルの三次元プロファイルを測定した。

結果と考察
Results and Discussion

三次元プロファイルからは、明確な超短パルスレーザ照射の位置を特定することが
できなかった。透過像からは変質層が数十nm程度除去されているという推定がさ
れていたが、溝の底の凹凸が想定以上に大きく、変質除去の位置を特定することが
できなかった。今後変質前後の計測を改めて行い、線上に照射した位置でプロファ
イルの変化がみられるかを正確に評価していく。
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